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フィルム製膜工程の概略
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逐次二軸延伸製膜工程

●スタートアップ時間、品番切替時間が長く、原料ロスが大きい

→　コストダウンのネック

課題

→　製品品質に影響●固定的な厚みムラを除去しきれない
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古典制御ベースの制御系
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フィルムプロセスの特徴（１）

・むだ時間の存在
・入出力点数が多い
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フィルムプロセスの特徴（２）
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ＭＰＣ適用検討

「むだ時間」、「干渉現象」を考慮すると、古典制御に基
づく制御系では課題克服に限界がある

「むだ時間」、「干渉現象」のモデル化

ＭＰＣの適用を検討

ＭＰＣ・・・入出力点数の多い制御対象に適用可能
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厚み制御関連の情報
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ＭＰＣ制御系の構成
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モデリング

バンプテストによるプロセス同定

ダイナミクスの同定干渉現象の同定

時間［min］

実データ（ノイズ除去）
フィッティング結果
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モデルの検証
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ＭＰＣ制御系設計
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実プロセスへの適用（１）

従来制御方式 ＭＰＣ利用の制御方式
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実プロセスへの適用（２）

厚みプロファイル（積層平均）

固定厚みムラ幅方向［センサ位置］

　　　従来
　　　ＭＰＣ

固定的な厚みムラを改善できることを確認
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実プロセスへの適用（３）
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不安定現象発生原因の解明

シミュレーションによる原因究明
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実際より大きく見積もった

設計モデルと実際の差が原因であると特定
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まとめ

ＭＰＣを適用したフィルム厚み制御系を構成した。

厚み制御性能を向上できることを確認した。

今後の課題

操作量（ＯＮ率）バラツキ抑制の検討

ボルト対応ズレ検出技術の開発
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